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　　第二节 LED外延片工艺及流程
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　　　　四 外延片技术发展趋势
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第二章 2009-2010年全球LED外延及芯片市场
　　第一节 2009-2010年全球LED产业
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　　第三节 2009-2010年全球LED上游市场
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　　　　二 2009-2010年LED 产业链现状
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　　　　四 2009-2010年全球MOVCD设备
　　　　五 2009-2010年企业规模及盈利分析
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　　　　一 美国LED产业规划
　　　　二 欧盟"彩虹计划
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　　第二节 中国台湾LED外延及芯片产业
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　　　　二 晶电
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　　　　四 璨圆
　　第三节 日本LED外延及芯片产业
　　　　一 日本LED产业链
　　　　二 Nichia
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　　第四节 韩国LED外延及芯片产业
　　　　一 韩国LED产业链
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　　　　二 LG
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　　第一节 2009年LED产业分析
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　　　　二 中国LED产业区域格局
　　　　三 2009-2010年上游市场规模
　　　　四 2009-2010年下游市场规模
　　　　五 2008-2009年LED出口分析
　　　　六 2008-2009年LED进口分析
　　　　七 2009-2010年中国LED产业优势
　　第二节 国内LED外延及芯片现状
　　　　一 研发机构
　　　　二 生产企业
　　　　三 生产规模
　　　　四 产业化问题
　　第三节 2009-2010年外延及芯片市场
　　　　一 2008-2009年MOCVD设备统计
　　　　二 2008-2009年LED芯片市场
　　　　三 2008-2009年芯片企业产能
　　　　四 国内LED上游企业成本

第五章 2009-2010年国内LED外延及芯片技术
　　第一节 中国半导体照明技术现状
　　　　一 基础研究开发方面
　　　　二 国内半导体设备方面
　　　　三 外延片和芯片方面
　　　　四 封装方面
　　　　五 LED封装的配套材料方面
　　第二节 LED技术最新动态
　　　　一 外延材料技术现状
　　　　二 芯片制造技术
　　第三节 2009-2010年国内技术走势
　　　　一 国内技术水平
　　　　二 技术发展路线
　　第四节 LED专利竞争及未来趋势
　　　　一 国内外专利现状
　　　　二 半导体照明专利形势
　　　　三 中国利用专利制度方面存在的问题
　　　　四 半导体照明专利战略应务实
　　　　五 LED专利最新态势及我国应对策略分析

第六章 2009-2010年LED基地外延及芯片竞争力
　　第一节 上海LED基地
　　　　一 基地规模
　　　　二 产业链情况
　　　　三 基地研发能力
　　　　四 产业规划
　　第二节 厦门LED基地
　　　　一 基地产业规模
　　　　二 产业链情况
　　　　三 基地产业动态
　　　　四 基地产业规划
　　第三节 大连LED基地
　　　　一 基地产业概况
　　　　二 产业链情况
　　　　三 科研力量分析
　　第四节 深圳LED基地
　　　　一 基地产业规模
　　　　二 产业链情况
　　　　三 产业链发展策略
　　　　四 研发能力分析
　　　　五 基地发展目标
　　第五节 南昌LED基地
　　　　一 基地产业
　　　　二 产业链情况
　　　　三 研发能力分析
　　第六节 石家庄LED基地
　　　　一 基地概况
　　　　二 主导产品及产能
　　　　二 基地研发分析
　　　　四 基地产业规划
　　第七节 扬州LED基地
　　　　一 基地产业规模
　　　　二 产业链情况
　　　　三 基地研发分析
　　　　四 基地政策分析
　　　　五 产业发展战略

第七章 2009-2010年国内LED上游企业竞争力
　　第一节 2009-2010年厦门三安
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第二节 2009-2010年士兰微
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第三节 2009-2010年方大
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第四节 2009-2010年同方股份
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第五节 2009-2010年江西联创
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第六节 2009-2010年路美光电
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析

第八章 2010-2014年LED外延及芯片投资机会分析
　　第一节 半导体照明产业投资现状
　　　　一 产业链投资特点分析
　　　　二 中国LED产业投资态势分析
　　第二节 产业投资模式分析
　　　　一 自行投资建设
　　　　二 合作投资
　　　　三 收购模式
　　　　四 参股现有企业
　　第三节 国内主要投资机会
　　　　一 新技术发展带来的机遇
　　　　二 市场发掘和把握
　　　　三 国内产业格局调整
　　　　四 中国台湾产业转移
　　第四节 中^智^林　产业投资机遇及风险
　　　　一 中国产业发展机遇与竞争优势
　　　　二 投资风险分析
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　　图表 65 2008年三安电子主营业务盈利能力一览表
　　图表 67 2010年1-6月士兰微主营业务分析一览表
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